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(54)名稱

電路晶粒與互連件之間的自動對位

(57)摘要

提供用於一固態電路晶粒與導電互連件之間的自動對位的程序，及藉由相同程序製成的物品或 

裝置。該固態電路晶粒係設置在一基材的一對位區域。流體通道延伸至該對位區域中並具有在該固 

態電路晶粒的該底表面之下的一部分。導電跡線係藉由使一導電液體在該等通道中朝向該電路晶粒 

的該底表面上的接觸焊墊流動而形成以得到該自動對位。

Processes for automatic registration between a solid circuit die and electrically conductive interconnects, 
and articles or devices made by the same are provided. The solid circuit die is disposed at a registration area 
of a substrate. Fluid channels extend into the registration area and have a portion underneath the bottom 
surface of the solid circuit die. Electrically conductive traces are formed by flowing a conductive liquid in 
the channels toward contact pads on the bottom surface of the circuit die to obtain the automatic registration.

指定代表圖：
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符號簡單說明：

2···基材

4···結構化主表

面/主表面/基材表面

8a , , ,通道

8c , , ,通道

12 · · ·黏著劑層

20· · ·固態電路晶

粒/電路晶粒

20b ·· ·底表面

22· ··接觸焊墊

23 · · ·邊緣/側表面

102 ·· ·第一端
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發明專利說明書
（本說明書格式、順序-請勿任意更動）

【發明名稱】電路晶粒與互連件之間的自動對位

AUTOMATIC REGISTRATION BETWEEN CIRCUIT 

DIES AND INTERCONNECTS
” 【技術領域】

- [0001]本揭露關於用於電路晶粒與導電互連件之間的自動對位 

的程序，及藉由相同程序製成的物品或裝置。

【先前技術】

【0002】印刷技術與固態半導體晶粒的整合結合了半導體技術的 

計算能力與基於帶材之程序的高通量及形狀因數靈活性。然而，可撓 

性混合電子製造的主要障礙係半導體晶粒對移動帶材上之印刷跡線的 

對位。基於晶圓的半導體裝置的一般對準機構可能不易被轉移至基於 

帶材的程序。

【發明内容】

[0003]期望在固態電路晶粒與位於基材（特別係移動的彈性 

（stretchy）可撓性基材）上的導電互連件之間實現微米級對位。簡要地

- 說，在一態樣中，本揭露描述一種包括具有一主表面的一基材的物品，

. 及設置在該基材之該主表面的一對位區域上的一固態電路晶粒。該固

態電路晶粒具有在其之一底表面上的一或多個接觸焊墊。將一或多個 

通道設置在該基材的該主表面上，該一或多個通道延伸至該對位區域 

中並具有在該固態電路晶粒的該底表面之下的一部分。將一或多條導 
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電跡線形成在該一或多個通道中，該等導電跡線與該固態電路晶粒的 

該等接觸焊墊直接接觸。

【0004】 在另一態樣中，本揭露描述一種方法，該方法包括提供 

具有一主表面的一基材；將一固態電路晶粒提供在該基材的該主表面 

的一對位區域上，該固態電路晶粒具有在其之一底表面上的一或多個 

接觸焊墊；將一或多個通道形成在該基材的該主表面上，該等通道延 

伸至該對位區域中並具有在該固態電路晶粒的該底表面之下的一部分； 

及將一導電液體設置至該等通道中以產生與在該固態電路晶粒的該底 

表面上的該等接觸焊墊的直接接觸。在一些實施例中，該導電液體可， 

主要藉由一毛細壓力，在該等通道中流動。該導電液體可經固化以形 

成與該固態電路晶粒的該等接觸焊墊直接接觸的一或多條導電跡線。

[0005]本揭露之例示性實施例獲得各種非預期的結果及優點。 

本揭露之例示性實施例的一個此種優點係可在一固態電路晶粒與導電 

互連件或導電跡線之間得到自動對位。具體而言，當該固態電路晶粒 

係設置在可沿著各種方向拉伸的一可撓性基材上時，提供與附接至此 

種移動的彈性基材的該電路晶粒之接觸焊墊對準或對位的互連件可能 

係具挑戰性的。本揭露提供經由一毛細液流的自動對位方法以克服該 

挑戰。本文描述的自動對位可容忍基於帶材之程序中的各種對準失誤 

(misalignment)源，諸如，例如來自管道式熱循環及/或張力控制的基 

材扭曲。

【0006】 已概述本揭露之例示性實施例之各種態樣及優點。以上 

發明內容並非意欲描述本揭露的各個所說明之實施例或本發明某些例 
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示性實施例的所有實施方案。下列圖式及實施方式更具體地例示說明 

使用本文揭示之原理的某些較佳實施例。

【圖式簡單說明】

[0007]配合附圖，思考如下所述本揭露各個實施例之實施方式，

可更完整地理解本揭露，其中：

圖1係根據本揭露的一個實施例之包括引導至接收固態電路晶粒的 

對位區域的多個通道之基材的俯視圖。

圖2係根據本揭露的一個實施例之圖1的基材的俯視圖，其中固態 

電路晶粒係設置在對位區域上。

圖3A係根據本揭露的一個實施例之圖1的基材的一部分的側透視 

圖，其中將導電液體提供成在通道中流動。

圖3B係根據本揭露的一個實施例之圖3A的基材的簡化截面圖， 

其中將導電液體提供成在通道中流動。

圖3C係根據本揭露的一個實施例之圖3A的基材的簡化截面圖， 

其中將導電液體固化以形成一條導電跡線。

圖3D係根據本揭露的一個實施例之圖3A的基材的簡化俯視圖， 

其中將導電液體提供成在通道中流動。

圖4A係根據本揭露的一個實施例之包括設置在基材之凹穴中的電

路晶粒的物品的俯視圖，其中將導電液體提供至通道。

圖4B係沿者截線4B-4B之圖-4A-的物品的截面-圖0 -

圖4C係沿著截線4C-4C之圖4A的物品的截面圖。
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圖5係根據一個實施例之包括凹穴及延伸至該凹穴中的通道的物品 

的透視圖。

圖6係根據另一實施例之包括凹穴及延伸至該凹穴中的通道的物品 

的透視圖。

圖7係根據一個實施例之包括在凹穴內側流體地連接的入口通道及 

出口通道的物品的透視圖。

圖8係根據一個實施例之包括安全通道的物品的透視部分圖。

圖9係根據一個實施例之包括傾斜入口的物品的透視圖。

圖10係根據一個實施例之包括尺寸過大以接收固態電路晶粒的凹 

穴的物品的透視部分圖。

[0008]圖式中，相似元件符號指代相似元件。雖然上述所提出 

之圖式闡述本揭露之數個實施例，其他在實施方式中所提到的實施例 

亦被考慮，該等圖式可未按比例繪製。在所有情況中，本揭露係藉由 

例示性實施例的表示之方式而非明確的限制來說明所揭示之揭露。應 

理解，所屬技術領域中具有通常知識者可擬定出許多其他修改及實施 

例，其仍屬於本揭露之範疇及精神。

【實施方式】

[0009]對於下文所定義用語的詞彙，這些定義應適用於整份申 

請書，除非在申請專利範圍或說明書中的別處提供不同定義。

詞彙

C219643P2-lA.pdf
4



201943010

[0010｝說明書及申請專利範圍中使用某些用語，雖然這些用語 

大多數已為人所熟知，但可能需要一些解釋。應理解：

[0011]用語「導電液體(conductive liquid) j係指可經由毛細在 

通道中流動的液體組成物。本文描述的導電液體可經固化以形成導電 

跡線。該導電液體可包括具有期望在形成導電跡線時使用之性質的任 

何合適電子材料。

【0012】 用語「黏著劑油墨(adhesive ink)」係指包括液體載體及 

一或多種黏著劑的液體組成物。本文描述的黏著劑油墨可經固化以形 

成黏著劑層。

[0013]以一具體層為參考之用語「鄰接(adjoining)」意指與另 

一層接合或附接至另一層，在位置上其中兩個層彼此緊鄰(即，相鄰) 

且直接接觸，或彼此接近但不直接接觸(即，存在一或多個額外層介 

於兩個層之間)。

【0014】針對所揭示之塗佈物品中之各種元件的位置使用定向用 

語，諸如「在..·頂部上(atop)j 、「在...上(on)」、「在...上方 

(over)j 、「底(部)(bottom)j 、「向上(up)」、「覆蓋 

(underlying) j、「最上(uppermost)」、「下伏(underlying)」、及類 

似用語時，係指元件相對於水平設置、面向上基材之相對位置。然而， 

除非另有說明，基材或物品在製造期間或之後應具有任何特定空間定 

向非係所意欲的。

[0015]關於數值或形狀的用語「約(about) j或「近似 

(approximately) j係意指+/-5百分比之該數值或屬性或特性，但明確
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地包含該確切數值。例如，「約」1 Pa-sec之黏度係指自0.95至1.05 

Pa-sec之黏度，而且亦明確地包含確切1 Pa-sec之黏度。同樣地，

「實質上正方形」周長意欲描述具有四個側向邊緣之幾何形狀，其中 

各側向邊緣之長度為任何其他側向邊緣之長度的自95%至105%，而且 

亦包含各側向邊緣具有完全相同長度的幾何形狀。

[0016]關於屬性或特性的用詞「實質上(substantially)j意指 

該屬性或特性的展現程度大於該屬性或特性之相對者的展現程度。例 

如，「實質上」透明之基材係指所透射的輻射(例如，可見光)多於 

未能透射者(例如，吸收及反射)之基材。因此，透射入射在其表面 

上之多於50%可見光的基材係實質上透明，而透射入射在其表面上之 

50%或更少可見光的基材係非實質上透明。

[0017]如本說明書及隨附實施例中所用者，單數形式「一 

(a/an)」及「該(the)」包括複數的指涉，除非內容另有清楚指定。因此， 

例如，對於含有「一化合物」之細纖維之參照包含二或更多種化合物 

之混合物。如本說明書及所附實施例中所使用者，用語「或(or)j通常 

是用來包括「及/或(and/or)」的意思，除非內文明確地另有指示。

[0018]如本說明書中所使用，以端點敘述之數字範圍包括所有 

歸於該範圍內的數字(例如，1至5包含1、1.5、2、2.75、3、3.8、4 

及5 )。

[0019]除非另有所指，否則本說明書及實施例中所有表達量或 

成分的所有數字、屬性之測量及等等，在所有情形中都應予以理解成 

以用語「約(about)」進行修飾。因此'除非另有相反指示，在前述說 
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6



201943010

明書及隨附實施例清單所提出的數值參數，可依據所屬技術領域中具 

有通常知識者運用本揭露的教示而企圖獲得之所欲性質而有所變化。 

起碼，至少應鑑於有效位數的個數，並且藉由套用普通捨入技術，詮 

釋各數值參數，但意圖不在於限制所主張實施例範疇均等論之應用。

【0020】現將特另U參照該等圖式說明本揭示的各個例示性實施例。 

本揭示之例示性實施例可有各種修改及改變，而不悖離本揭示之精神 

及範疇。因此，應理解本揭示之該等實施例不受限於以下所述的例示 

性實施例，而是由該等申請專利範圍及任何其均等者所提限制所管制。

[0021] 圖1繪示一物品100的俯視圖。物品100包括一基材2。 

基材2具有一結構化主表面4。在一些實施例中，基材2可係可撓性基 

材，例如，不定長度聚合材料的帶材。可撓性基材或帶材在沿著帶材 

路徑移動時可被（例如，沿著機器方向及/或橫向）拉伸。將一或多個 

通道8形成在主表面4上。通道8各在一第一端102與一第二端104之 

間延伸，並朝向經組態成接收固態電路晶粒的一對位區域6延伸。

【0022】 在圖1之所描繪實施例中，通道8的第一端102中之至 

少一者延伸超過對位區域6的各別邊緣61，使得通道8延伸至該對位 

區域中並具有在所接收的固態電路晶粒的底表面之下的第一端102的 

一部分。在一些實施例中，對位區域6可包括形成在主表面4上的凹 

穴。在一些實施例中，凹穴可係包括一底表面及一或多個側壁的腔體 。 

通道8中之至少一者可延伸至腔體中，例如，延伸橫跨側壁並具有形 

成於凹穴之底表面上的第一端102。應當理解的是，凹穴可具有與基 

C219643P2-IA.pdf
7



201943010

材的主表面4共面的底表面。一般而言，所描述的凹穴係指基材上之 

能夠接收電路晶粒的區域。

【0023】 通道8經組態以允許流體主要經由毛細力（例如，從第 

二端104朝向第一端102）流動。在一些實施例中，通道8中之至少一 

者或一個通道的至少一部分可在上表面上打開。在一些實施例中，通 

道8中之至少一者或一個通道的至少一部分可由一上壁所封閉。雖然 

圖1的實施例中顯示一個對位區域及八個通道，應當理解的是，可在 

基材上形成任何其他數目的凹穴及/或通道。

[0024]在一些實施例中，基材2上的特徵（例如，通道8或對 

位區域6）可包括形成在其主表面4中的壓痕。在一些實施例中，基材 

2上的特徵（例如，通道8或對位區域6）可包括自其主表面4突出的 

壓紋（embossments）。在一些實施例中，該等特徵（例如，通道8或對 

位區域6）可藉由將材料加在主表面4上而形成。在一些實施例中，對 

位區域6可係基材2之主表面4的一部分，該部分與主表面4的其他部 

分共面。在一些實施例中，可將一或多個對位標記或基準（fiducials）形 

成在對位區域6上。當在對位區域6上接收固態電路晶粒時，對位標 

記或基準可用於將該固態電路晶粒與基材2及通道8對位。該等特徵 

（例如，通道及對位區域6）可藉由任何合適技術形成，該等技術包括， 

例如，微復製、熱壓紋、模製、軟微影術、蝕刻、3D列印等。

[0025]在一些實施例中，該等特徵（例如，通道8或對位區域 

6中的凹穴）可具有實質上相同的深度。基材2上的相鄰特徵的頂部表 

面或底表面可實質上共面。在一些實施例中，該等特徵可具有不同深 
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度。相鄰特徵的頂部表面或底表面可不共面。例如，可將一或多個步 

階形成在通道連接至凹穴的邊緣處。

[0026] 在一些實施例中，基材2可係可撓性基材，例如，通過 

帶材路徑輸送的不定長度材料的帶材。該可撓性基材可包括，例如， 

聚對苯二甲酸乙二酯(polyethylene terephthalate, PET)、聚乙烯、聚苯 

乙烯、聚胺甲酸酯等。本文描述的程序可在包括一或多個輻以沿著帶 

材路徑輸送帶材的一卷對卷設備上進行。在一些實施例中應理解的是， 

基材2或基材2的一部分可係剛性的，以包括，例如，電木、丙烯睛 

丁二烯苯乙烯(acrylonitrile butadiene styrene, ABS)、經固化環氧系統 

等的材料製造。基材2可由用於形成該等特徵的任何合適材料製成。

【0027】 基材2可具有，例如2 mm或更小、1 mm或更小、500 

微米或更小，或200微米或更小，的厚度。形成在主表面4上的特徵 

(例如，通道、凹穴等)可具有，例如500微米或更小、300微米或更 

小、100微米或更小、50微米或更小、或10微米或更小，的最小尺寸。

[0028]如圖2所示，對位區域6經組態以接收固態電路晶粒20。 

固態電路晶粒20包括設置在底表面20b上的一或多個接觸焊墊22 (見 

圖4B)。在一些實施例中，接觸焊墊22可經部分埋置在電路晶粒20 

中並具有與電路晶粒20之邊緣23相鄰的暴露表面或暴露部分。電路 

晶粒20的接觸焊墊可由任何合適的導電材料製成，例如，金屬。應當 

理解的是，該等接觸焊墊可隨特定類型的電路晶粒而變化。一些接觸 

焊墊可包括伸出電路晶粒之外殼的接腳。一些接觸焊墊可包括在電路 
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晶粒外殼之表面上的電鍍金屬（例如，Cu/Au）。在一些實施例中， 

接觸焊墊可包括直接在裸晶表面上的金屬凸塊。

【0029】 再次參考圖2，當電路晶粒20係設置在對位區域6時， 

在電路晶粒20之邊緣23的接觸焊墊22可相關於各別通道8而被對準。 

意即，通道8的第一端102延伸至對位區域6中並具有在對應接觸焊 

墊之下的一部分，使得通道中的流體流可，主要經由毛細力，被自動 

地引導至對應的接觸焊墊。

【0030】 在一些實施例中，可對準接觸焊墊及通道，使得該接觸 

焊墊可具有直接面對通道之第一端102的暴露表面或暴露部分。例如， 

圖4B顯不形成在電路晶粒20的底表面20b上的接觸焊墊22 »該等接 

觸焊墊可直接面對各別通道8a及8c的第一端102。在一些實施例中， 

接觸焊墊可具有面對通道的部分。在一些實施例中，接觸焊墊可不宜 

接面對通道。而是可對準接觸焊墊及通道，使得流體路徑可將通道流 

體地連接至各別的接觸焊墊。流體可通過流體路徑在通道中朝向接觸 

焊墊流動並直接連接至該接觸焊墊。應當理解的是，接觸焊墊及通道 

可能不具有一對一的對應。可對準接觸焊墊及通道，使得一或多個通 

道中的流體流可被引導至一或多個預定接觸焊墊 。

【0031】 在一些實施例中，接觸焊墊22可具有與通道8的寬度 

實質匹配的寬度。在一些實施例中，通道可具有比與該等通道對準之 

接觸焊墊的寬度更大的寬度。通道可具有比電路晶粒上的接觸焊墊的 

寬度更大，例如約10%、約30%、、約50%、約70%、或約90%，的 

寬度。例如'當接觸焊墊係約200微米寬時，通道可經選擇成約300 
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微米寬。較寬的通道可允許一條導電跡線形成於其中，以實質覆蓋接 

觸焊墊並在其間提供優異的電接觸。

[0032] 電路晶粒20可包括具有沿著其邊緣23配置一或多個接 

觸焊墊的電路晶片。在一些實施例中，電路晶粒20：可包括一剛性半導 

體晶粒。在一些實施例中，電路晶粒20可包括一印刷電路板(printed 

circuit board, PCB)。在一些實施例中5電路晶粒20可包括一可撓性印 

刷電路(flexible printed circuit, FPC)。應當理解的是，電路晶粒20可 

係待設置在基材上的任何合適電路晶粒，其之一或多個接觸焊墊係待 

對位並待連接至基材上的導電跡線。

【0033】 在一些實施例中，當電路晶粒20係由在對位區域6的 

凹穴接收時，電路晶粒20可具有與該凹穴的深度或該通道之深度實質 

相同的厚度。在一些實施例中，凹穴的深度可使凹穴內的固態電路晶 

粒的底部係大約定位在中性構造的中性彎曲平面上

[0034] 在一些實施例中，電路晶粒20可係具有，例如約2微 

米至約200微米、約5微米至約100微米、或約10微米至約100微 

米，之厚度的超薄晶片。接收電路晶粒之凹穴的深度可係電路晶粒的 

厚度的例如2倍、4倍、6倍、8倍、或10倍。凹穴的深度可使當固態 

電路晶粒附接至凹穴的底表面時，該固態電路晶粒可實質沿著中性構 

造的中性彎曲平面延伸。當基材彎曲時，此配置可有效地減少固態電 

路晶粒上的應變。
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[0035]在一些實施例中，可將超薄電路晶粒裝載到處理基材 

(handle substrate)上以有利於設置至對位區域6上。該處理基材可在對 

位區域6接收電路晶粒20之後移除。

【0036】 在一些實施例中，電路晶粒20可經由黏著劑而附接至 

對位區域6的表面。當對位區域6包括凹穴時，電路晶粒20可藉由黏 

著劑而附接至該凹穴的底表面。例示性黏著劑可包括結構性黏著劑、 

丙烯酸黏著劑、環氧黏著劑、胺甲酸酯黏著劑、光學黏著劑等'。在一 

些實施例中，黏著可使用，例如UV可固化聚胺甲酸酯化合物，來執 

行。黏著劑可精確地經施用以將電路晶粒20附接至對位區域6的表面 

上而不阻塞通道8。亦參見圖4B，其中電路晶粒20係經由黏著劑層12 

而附接至基材2的表面。

【0037】 如圖4A所示，當電路晶粒20係設置在對位區域6時， 

可將一導電液體16分配至一或多個通道8a、8b、8c、或8d中。導電 

液體16可係主要藉由毛細力而可在通道8中流動的液體組成物。導電 

液體16可包括，例如，液體載體及一或多種電子材料、液體金屬或金 

屬合金等。本文描述的導電液體可經固化以留下在通道中形成一條導 

電跡線的連績導電材料層。合適的液體組成物可包括，例如，銀墨、 

銀奈米粒子油墨、反應性銀墨、銅墨、導電聚合物油墨、液態金屬或 

合金(例如，在低溫熔化且在室溫固化的金屬或合金)等。

【0038】 導電液體16可藉由各種方法在通道8的第二遠端104遞 

送，該等方法包括，例如，噴墨印刷、分配、微注射等。在一些實施 

例中，可提供與通道8的第二端104相鄰且流體連通的一或多個儲槽。 
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該等儲槽可經定形以提供用於經分配導電液體的便利收容器。導電液 

體16可藉由，例如噴墨印刷，分配(諸如，壓電分配)、針頭分配 

(needle dispensing)、網版印刷、柔版印刷等，而經設置至儲槽中。導 

電液體16可借助於毛細壓力而從儲槽移動至通道8.。儲槽可具有與通 

道8的深度實質相同的深度。儲槽可具有適於接收導電液體16的任何 

所欲形狀及尺寸。在一些實施例中，儲槽可具有在，例如約1微米至 

約1.0 mm、約5微米至約500微米、或約50微米至約500微米，之 

範圍中的直徑尺寸。

[0039] 在一些實施例中，導電液體16可經直接設置在通道8之

第二端104周圍的表面區域上。然後導電液體16可經由毛細壓力藉由 

通道8的第二端104而從周.圍區域自動地收集。在一些實施例中，第 

二端104的周圍區域可經選擇性地處理或圖案化以増強通道8之第二 

端104對導電液體16的收集。合適的表面處理或圖案化方法可包括， 

例如，微復製、柔版印刷、網版印刷、凹版印刷等。應當理解的是， 

可使用任何合適方法以將導電液體16遞送至通道8的第二遠端104中。 

導電液體16可以任何合適方式(諸如，例如印刷、澆注、漏斗注入、 

微注射等)來沉積。

[0040] 當導電液體16被遞送至通道8的第二端104中時，可 

借助於毛細壓力使導電液體16經路由從第二遠端104朝向第一端102 

來通過通道8。雖然不希望受理論約束，據信一些因素可影響導電液體 

16經由毛細現象(capillarity)移動通過通道8的能力。此類因素可包括， 

例如，通道的尺寸、導電液體的黏度、表面能、表面張力、乾燥等。

C219643P2-lA.pdf 13



201943010

該等因素曾在美國專利第9,401,306號（Mahajan等人）中討論，該案 

以引用方式併入本文。

【0041】 通道8可具有任何合適尺寸（例如，寬度、深度、或長 

度），該等尺寸可部分地藉由上述因素中的一或多者判定。在一些實 

施例中，通道8可具有在，例如，約0.01微米至約500微米、約0.05 

微米至約200微米、或約0.1微米至約100微米，之範圍中的寬度或深 

度。

【0042】 參考圖3A至3D，當導電液體16經由毛細現象從第二 

端104朝向第一端102移動至通道8中時，通道8的側壁84及底壁82 

可由導電液體16所潤濕以形成一或多個彎曲的凹凸面（menisci）。應當 

理解的是，導電液體16可以覆蓋相鄰於底壁82之側壁84的一部分的 

量來遞送。導電液體16的上表面32具有一個凸面的新月形狀。上表 

面32的邊緣34可在油墨16的流動期間用作經固定接觸線。油墨16的 

前表面36亦具有一個凸面的新月形狀。前表面36的邊緣36,亦可用作 

向前引導流動的前緣。凹凸面的形成可產生壓力梯度，該壓力梯度可 

使用由在毛細管壁的摩擦提供的黏性阻力而沿著毛細管向下驅動該流 

動。

【0043】 通道8內側的導電液體16可經固化以形成沉積在通道 

中並直接接觸電路晶粒20之底表面22b上的接觸焊墊的導電跡線30。 

亦參閱圖4A至圖4B。可用於増強導電液體16之固化的合適程序可包 

括，例如，藉由熱或輻射的固化或蒸發。在固化程序期間，經固定接 

觸線34可起始從通道8的中心朝向側壁84的液流。導電液體16的體 
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積可藉由自其移除液體載體而減少。所沉積之固體材料的厚度可取決 

於導電液體16的固體加載。在一些實施例中，所沉積的固體材料可具 

有在，例如約0.01微米至約200微米、約0.05微米至約100微米、或 

約0.1微米至約10微米，之範圍中的寬度。

[0044] 當導電液體16經由毛細現象在通道8中移動並到達其 

第一端102時，導電液體16可潤濕暴露於通道8之電路晶粒20的底 

表面20b的部分。導電液體16可潤濕並散佈以覆蓋接觸焊墊22。

[0045] 在一些實施例中，對位區域6可係一凹穴，電路晶粒20 

的側表面23及袋6的側壁18可具有形成於其間的間隙38，如圖4B所 

示。間隙38可有利於將電路晶粒20安裝至凹穴6中。在一些實施例 

中，間隙38可具有，例如約10至約500微米、約10至約200微米、 

或約10至約100微米，的寬度。

【0046】 當導電液體16在通道8中流動並流入對位區域6中時， 

導電液體之上表面的邊緣仍可作爲經固定接觸線並防止一部分的導電 

液體16流入間隙38中。亦參閱圖3A及圖3B。當導電液體的上表面 

的邊緣接觸電路晶粒20的底表面20b時，導電液體16可潤濕暴露於 

通道8之電路晶粒20的底表面20b的部分。導電液體16可潤濕並散 

佈以覆蓋電路晶粒20之底表面20b上的接觸焊墊22。在本揭露中，因 

為通道8延伸至電路晶粒20之下，這可消除以密封材料（例如，黏著 

劑）填充介於電路晶粒20.的側表面. 23.及凹穴6的側壁18之間的間隙 

38的必要性。

C219643P2-lA.pdf 15



201943010

[0047]本揭露提供用於電子組件（例如，固態電路晶粒）與導 

電互連件之間的自動對位的程序，並提供藉由相同程序製成的物品或 

裝置。固態電路晶粒係設置在一基材上，其接觸焊墊係與基材上之通 

道對準。導電跡線係藉由使導電液體在通道中朝向接觸焊墊流動而形 

成以得到自動對位。

【0048】在一些實施例中，基材可具有經定形以接受電子組件的 

對位特徵，以及至少一個通道，該至少一個通道經定形以在當將該電 

子組件係設置在該對位特徵內時延伸遠離與該等接觸之一者對應的區 

域。導電液體可經分配在通道內，使得導電液體藉由毛細管在通道中 

朝向接觸焊墊流動並潤濕接觸。導電液體可經固化以在通道中形成一 

條導電跡線。在一些實施例中，該至少一個通道進一步包括經定形以 

提供用於經分配黏著劑油墨或導電液體的便利收容器的放大部分。例 

如，通道的一個端可經流體地連接至儲槽以有利於液體遞送。

【0049】在本揭露中，遞送至通道中的液體或油墨可經由毛細管 

藉由浸濕在基材上的對位特徵及電路晶粒的各種表面（例如，通道壁、 

凹穴的側壁、電路晶粒的側表面等）而與電路晶粒自動對位。液體在 

各種毛細管表面上的流動可藉由毛細力被自動地導引，消除使用流體 

泵將流體泵向電路晶粒的必要性。在自動對位之後，該液體或油墨可 

經進一步固化或乾燥以形成固體連續層。可重復該程序以形成與基材 

上的固態電路晶粒對準的多層結構。

【0050】 在一些實施例中，在導電跡線在通道中形成之後，通道 

可以封裝材料填充以保護該結構。封裝材料可包括，例如，介電質材 
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料、聚合材料等。在一些實施例中，封裝材料可作爲毛細液流來遞送 

以填充通道。液體亦可朝向凹穴流動以覆蓋安裝於其中的電路晶粒。 

然後可將液體固化以形成封裝材料以保護之下的跡線、電路晶粒、及 

形成於彼等之間的接觸。應當理解的是，封裝材料可藉由任何其他合 

適程序來提供，以覆蓋跡線及電路晶粒。

[0051] 當導電跡線經形成並與電路晶粒上的接觸焊墊自動對位 

時，該等跡線可經連接至電路的其他部分或其他電路或裝置。在一些 

實施例中，額外的金屬跡線（例如，Cu跡線）可在與該等導電跡線對 

位時經圖案化。在一些實施例中，導電跡線可連接至電子裝置的天線 

線圈，諸如，接收器或發射器。本文描述的程序可用於製造各種基於 

晶片的電路/裝置，包括，例如，射頻識別（radio-frequency 

identification, RFID）標籤、近場通信（near field communication, NFC） 

電路、藍牙電路、Wi-Fi電路、微處理器晶片等。

[0052] 在許多應用中，固態電路晶粒可具有設置在其一主表面 

（例如，頂部表面或底表面）上而非在其側表面上的接觸焊墊。本揭 

露提供關於如何在此類固態電路晶粒與位於基材（特別係移動的彈性 

可撓性基材）上的導電互連件之間實現微米級對位的實施例。當電路 

晶粒係設置在基材上的凹穴內側時，電路晶粒可經定位以使具有接觸 

焊墊的主表面面向下，亦即，使接觸焊墊與凹穴的表面接觸或鄰近。 

形成在基材上的一或多個通道可延伸至凹穴中並到達電路晶粒的底接 

觸。導電跡線可在通道中形成，並延伸以與固態電路晶粒的底接觸焊 

墊直接接觸。

C219643P2-lA.pdf 17



201943010

【0053】 圖5係根據一個實施例之包括對位區域6及延伸至對位 

區域6中的一或多個通道的物品300的透視圖。凹穴6及通道81及83 

係形成在基材2上。通道81延伸橫跨凹穴6的側壁64a並具有形成在 

凹穴6之底表面62上的端81e ；通道83延伸橫跨凹穴6的側壁64b並 

具有形成在凹穴6之底表面62上的端83e。如圖5所示，通道可具有 

延伸至電路晶粒20下方的端。

【0054】 圖6係根據另一實施例之包括凹穴6及延伸至凹穴6中 

的通道85的物品300，的透視圖。通道85的端85e各具有叉組態。叉 

組態可將額外長度提供給電路晶粒下方之具有有限空間的通道。額外 

長度可有助於將困在通道中的空氣推離接觸焊墊 。

【0055】 當電路晶粒係設置至凹穴6中時，電路晶粒的底接觸可 

與凹穴6內側之通道的端對準。導電跡線可在通道中形成，並延伸以 

與固態電路晶粒的底接觸焊墊直接接觸。應當理解的是，凹穴6內側 

之通道的端可具有各種組態，使得形成於其中的導電跡線可與電路晶 

粒的底接觸焊墊具有優良的接觸。

【0056】 圖7係根據一個實施例之包括形成在基材2上之入口通 

道及出口通道的一或多個配對的物品400的透視圖。入口通道402i及 

出口通道402ο之配對中的各者延伸橫跨側壁64a或64b至凹穴6中， 

具有在凹穴6內側流體地連接的各別端以形成內部通道403。內部通道 

403具有「L」形狀。入口通道404Ϊ及出口通道404ο之另一配對各延 

伸橫跨側壁64a至凹穴6中，具有在凹穴6內側經流體地連接的各別端 

以形成內部通道405。內部通道405具有「U」形狀。雖然圖7的實施 
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例繪示在凹穴內側流體地連接之入口通道及出口通道的配對，應當理 

解的是，在一些實施例中，二或更多個入口通道可經流體地連接至一 

個出口通道；在一些實施例中，一個入口通道可經流體地連接至二或 

更多個出口通道。亦應當理解的是，一些入口通道或出口通道未經流 

體地連接以避免不同接觸焊墊之間的短路。在」些實施例中，通道可 

具有，例如在約5至約500微米之範圍，的寬度。

【0057】 當電路晶粒係設置至凹穴6中時，電路晶粒的底接觸可 

與內部通道403或405的一部分對準。導電液體可主要藉由毛細壓力 

在入口通道4021或4041中流至內部通道403或405中以產生與固態電 

路晶粒之底接觸焊墊的直接接觸。過量的液體可經由出口通道402ο或 

404ο自凹穴流出。入口通道及出口通道（例如，402i及402ο ＞或402i 

及402ο）經由各別內部通道（例如，403或405）流體地連接，其可 

協助確保連續的液流而不將空氣困在內部通道中。以此方式，可在導 

電液體與固態電路晶粒的底接觸焊墊之間形成優良的接觸。

[0058] 如圖7所示，內部通道403或405的至少一部分在電路 

晶粒20之下延伸，其中電接觸係在接觸焊墊22與內部通道403或405 

中的導電液體之間形成。應當理解的是，藉由流體地連接入口通道及 

出口通道而形成的内部通道（例如，403或405）可具有各種組態或形 

狀，諸如，例如「U」形狀、「L」形狀、直線形狀、彎曲線形狀等， 

使得形成於其中的導電跡線可具有與電路晶粒20的底接觸焊墊22的 

優良接觸。
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[0059] 在一些實施例中，內部通道403或405可經定形使得電 

路晶粒20的底接觸焊墊22經定位在內部通道403及405的各別外邊 

緣403e和405e內。當電路晶粒20經由液體黏著劑附接至凹穴6的底 

表面62時，通道的外邊緣403及405e可（例如，藉由固定）停止液 

體黏著劑的移動（例如，從凹穴6的中心部分朝向接觸焊墊22）並防 

止對接觸焊墊22的可能汙染。

【0060】 在一些實施例中，導電液體可經由入口通道（例如， 

402i或4041）流入通道（例如，內部通道403或405）中，經固化以 

在其中形成導電跡線。例如，該等導電跡線可藉由蒸發液體導電油墨 

的溶劑而形成。在固化程序期間，導電材料可沉積在通道的側壁與底 

部上，及坐落在通道的頂上之電路晶粒的底面的一部分上。在該程序 

中，導電材料可與電路晶粒上的接觸焊墊形成適形接觸。固化程序可 

在電路晶粒之下的通道中留下一些空隙空間。空隙空間可以封裝材料 

填充以保護結構。封裝材料可包括，例如，介電質材料、聚合材料等。 

在一些實施例中，封裝材料可作爲毛細液流來遞送以填充通道。液體 

也可流至內部通道中，然後可經固化以強化形成在導電跡線與電路晶 

粒的接觸焊墊之間的接觸界面。

[0061] 在圖6至圖7之所描繪實施例中，對位區域6包括凹穴 

或腔體。應當理解的是，對位區域6可具有其他組態。在一些實施例 

中，對位區域6可係基材2之主表面4的一部分，該部分與主表面4的 

其他部分共面。在一些實施例中，可將一或多個對位標記或基準形成 
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在對位區域6上。當在對位區域6上接收固態電路晶粒時，對位標記 

或基準可用於將該固態電路晶粒與基材2及通道8對位。

【0062】 圖8係根據一個實施例之包括安全通道510之物品500 

的透視部分圖。通道502及504各延伸橫跨凹穴.6的側壁64至凹穴6 

中。在圖13之所描繪實施例中，通道502及504各包括入口通道及出 

口通道的配對。安全通道510延伸横跨凹穴6的側壁64，並經定位在 

相鄰的通道502與504之間。在一些實施例中，安全通道510可在實 

質平行於相鄰通道502或504的方向上延伸。安全通道510具有形成 

至凹穴6的側壁64中的一第一部分510a，及形成至凹穴6的底表面62 

中的一第二部分501b。安全通道510具有形成至基材表面4中的一可 

選部分510c。當導電液體在各別通道（例如，502及504）中流動時， 

安全通道510可有效地防止來自相鄰通道（例如＞ 502及504）的洩漏。 

雖然不希望受理論束縛，據信該安全通道係在將推進液體前緣固定在 

鋒利邊緣的原理上而運作。所以，從通道中洩漏的液體被固定至安全 

通道的鋒利邊緣，防止沿著凹穴或電路晶粒的邊緣的任何進一步的流 

動。洩漏液體被固定、在安全通道的邊緣上累積、並可能完全不落入 

安全通道中，從而防止與來自相鄰通道的洩漏液體接觸。

[0063] 第一部分510a可在實質垂直於凹穴6之底表面62的平 

面中延展橫跨側壁64 ＞其可有效地防止液體沿著凹穴的側壁從通道洩 

漏。第一部分510a可連續地延伸至凹穴6中以形成第二部分510b，該 

第二部分可延伸至設置在凹穴6中的電路晶粒之下。如圖13所示，第 

二部分510b延伸超出指示電路晶粒之邊緣的素材的虛線23,，其可有 
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效地防止液體沿著電路晶粒的邊緣或側壁從通道洩漏。以此方式，安 

全通道510可停止相鄰通道之間的流體連通或串擾並防止其間的電短 

路。在電路晶粒的邊緣與凹穴6的側壁64之間有間隙720，其將於下 

文進一步討論。

[0064]雖然圖8的實施例繪示相鄰通道之間的安全通道，各通 

道包括入口通道及出口通道的配對，應當理解的是，在一些實施例中， 

一或多個安全通道可設置成鄰近於任何通道（例如5入口通道、出口 

通道等）以防止液體沿著表面（例如，凹穴的表面、電路晶粒的表面、 

基材的表面等）從該通道洩漏。沿著表面從通道洩漏的液體可變成固 

定在安全通道的邊緣上。安全通道可經定位成與待保護的通道相距 ， 

例如，約5至約50微米。在一些實施例中，安全通道可比可為其防止 

洩漏的相鄰通道更窄。例如，安全通道可具有在約5至約5微米之範 

圍中的寬度。

【0065】 圖9係根據一個實施例之包括具有傾斜入口之凹穴6的 

物品600的透視圖。凹穴6具有底表面62及至少一個側壁64。側壁 

64具有相關於底表面62的傾斜形狀。側壁64傾斜遠離底表面62。側 

壁64與底表面法線66之間的角度可在，例如約10。至約80°、約30° 

至約60°、或約40。至約50°，的範圍中。通道610 （例如，入口通道 

或出口通道）延伸橫跨傾斜側壁64以形成傾斜入口 612。當導電液體 

從通道610流至凹穴6中時，傾斜入口 612可防止液體從通道610洩 

漏至側壁64上。在圖9所描繪的實施例中，安全通道620經定位成鄰 

近於該傾斜入口以進一步防止液體洩漏。
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[0066]在一些實施例中，在導電液體流至凹穴6中之前，電路 

晶粒20可經由液體黏著劑附接至凹穴6的底表面62，諸如圖2所示。 

在圖9的實施例中，可將液體黏著劑提供至用於晶粒黏附的黏著劑通 

道630中。在一些實施例中，可將一或多個儲槽形成在凹穴6的底表 

面62上，以接收液體黏著劑，該液體黏著劑主要藉由毛細壓力從該等 

儲槽流至黏著劑通道中以將電路晶粒20黏附至凹穴6的底表面62。該 

等黏著劑通道或儲槽不與通道610流體連通。一或多個基準640經提 

供以精確地將電路晶粒20對準通道。

[0067]在一些實施例中，液體黏著劑可在將電路晶粒20置於 

凹穴6中之前提供。在一些實施例中，液體黏著劑可取決於電路晶粒 

20之尺寸及細節作為在凹穴6的中心的單滴或作為特定圖案的大量滴 

而遞送至凹穴6中。也可將隔離的儲槽定位在電路晶粒20的底部-以 

在預定義的位置捕獲及固定液體黏著劑。當電路晶粒20係放置在液體 

黏著劑的頂上時，該黏著劑可在被固定在電路晶粒20下方的通道邊緣 

（例如，用於形成導電跡線之連接至通道610的内部通道）的同時， 

浸濕電路晶粒20與凹穴6之間的空間。此黏著劑圖案化方案可協助將 

電路晶粒20附接至凹穴6而不汙染電路晶粒20上的接觸焊墊。

【0068】圖10係根據一個實施例之包括尺寸過大以接收固態電 

路晶粒20,的凹穴6,的物品700的俯視部分圖。凹穴6,係形成在基材2 

上，該凹穴具有比固態電路晶粒20,的尺寸更大的尺寸。當固態電路晶 

粒20,係設置在凹穴6,中朝下面對凹穴6,的底表面62,時，其上的底接 

觸焊墊與延伸至凹穴6,中的通道710對準。通道710可包括一或多個 
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入口通道、出口通道等。安全通道712經提供以防止液體從通道710 

洩漏。一或多個基準標記702可針對精確對準而經提供在凹穴6,內側。 

在固態電路晶粒20,的側壁或邊緣23,與凹穴6,的側壁64,之間有間隙 

720。當凹穴的側壁具有傾斜形狀時，間隙720可指凹穴的側壁與電路 

晶粒的底表面62上的電路晶粒邊緣之間的面內距離，諸如圖13所繪

7[\ °

[0069]間隙720可大於將電路晶粒定位於凹穴中所需的公差。 

例如，一般公差可係例如約10至約20微米，其通常小於約50微米。 

具有此種公差（亦即，凹穴的側壁與電路晶粒之間的小間隙）的通道 

中流動的導電流體可被吸入小間隙中並非所欲地連接相鄰通道或接觸 

焊墊。此種非所欲的洩漏可藉由在凹穴的側壁與電路晶粒之間提供更 

大間隙而避免。在一些實施例中，間隙720可係所需公差的至少3倍、 

至少5倍、至少7倍、至係10倍、或至少20倍。在一些實施例中， 

間隙720可在，例如約100微米至約2 mm或更大，的範圍中。

【0070】 在一些實施例中，在導電跡線形成於通道（例如，圖12 

中的入口通道402i及404i、出口通道402ο及404ο、或內部通道403 

及405）中以後，間隙720中的空隙空間可以封裝材料填充以保護結 

構。封裝材料可包括，例如，介電質材料、聚合材料等。在一些實施 

例中，封裝材料可作爲毛細液流遞送以填充間隙。液體也可流至間隙 

中，然後可經固化以増強電路晶粒與基材的沉積及其中的接觸界面。
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【0071】 本揭露之操作將針對下列實施例予以進一步描述。所提 

供的這些實施例係用於進一步說明各種特定及較佳的實施例及技術。 

然而，應理解的是，可做出許多變異及改良而仍在本揭露之範疇內。

例示性實施例清單

【0072】 應當理解的是，可結合實施例1至10及實施例11至23 

中之任一者。

[0073] 實施例1係一種物品，其包含：

一基材，其具有一主表面；

一固態電路晶粒，其設置在該基材的該主表面的一對位區域上， 

該固態電路晶粒具有在其之一底表面上的一或多個接觸焊墊；

一或多個通道，其設置在該基材的該主表面上，延伸至該對位區 

域中並具有在該固態電路晶粒的該底表面之下的一部分；及

一或多條導電跡線，其形成在該一或多個通道中，該等導電跡線 

與該固態電路晶粒的該等接觸焊墊直接接觸。

[0074]實施例2係實施例1之物品，其中該等通道包含流體地 

連接以形成一內部通道的一入口通道及一出口通道，該內部通道的至 

少一部分係在該固態電路晶粒的該底表面之下。

【0075】 實施例3係實施例1或2之物品，其中該基材進一步包 

含設置成鄰近於該等通道中之至少一者的一或多個安全通道。

【0076】 實施例4係請求項3之物品，其中該等安全通道中之至 

少一者延伸至該固態電路晶粒的一底表面之下。

C219643P2-lA.pdf 25



201943010

[0077]實施例5係實施例1至4中任一項之物品，其中該對位 

區域包含一凹穴以接收該固態電路晶粒。

【0078】 實施例6係實施例5之物品，其中該凹穴包括一傾斜側 

壁，且該等通道中之至少一者延伸橫跨該傾斜側壁 。

【0079】 實施例7係實施例5或6之物品，其中該凹穴係尺寸過 

大的，使得在該凹穴的邊緣與該固態電路晶粒之間有一間隙，該間隙 

係一所需公差的至少3倍。

[0080]實施例8係實施例1至7中任一項之物品，其中該等通 

道以一封裝材料回填。

[0081]實施例9係實施例1至8中任一項之物品，其中該基材 

係一可撓性基材，該可撓性基材包括不定長度聚合材料的一帶材。

【0082】 實施例10係實施例1至9中任一項之物品，該固態電路 

晶粒係一半導體晶粒。

【0083】 實施例11係一種方法，其包含：

提供一基材，該基材具有一主表面；

將一固態電路晶粒設置在該基材的該主表面的一對位區域上，該 

固態電路晶粒具有在其之一底表面上的一或多個接觸焊墊；

將一或多個通道形成在該基材的該主表面上，該等通道延伸至該 

對位區域中並具有在該固態電路晶粒的該底表面之下的一部分；

將一導電液體設置至該等通道中；

主要藉由一毛細壓力使該導電液體在該等通道中流動以產生與該 

固態電路晶粒的該底表面上的該等接觸焊墊的直接接觸；及
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固化該導電液體以形成與該固態電路晶粒的該等接觸焊墊直接接 

觸的一或多條導電跡線。

【0084】 實施例12係實施例11之方法，其中該等通道包含流體 

地連接的一入口通道及一出口通道，且該導電液體流入該入口通道中。

【0085】 實施例13係實施例12之方法，其進一步包含將該導電 

液體設置至該入口通道中。

[0086]實施例14爲係實施例11至13中任一項之方法，其進 

一步包含提供一或多個安全通道，該一或多個安全通道係設置成相鄰 

於該等通道中之至少一者並經組態以阻擋來自該相鄰通道的導電液體 

的流動。

[0087] 實施例15係請求項14之方法，其中該等安全通道中之 

至少一者延伸至該固態電路晶粒的一底表面之下。

【0088】 實施例16係實施例11至15中任一項之方法，其中該 

對位區域包括一凹穴以接收該固態電路晶粒。

【0089】 實施例17係實施例16之方法，其中該凹穴包括一傾斜 

側壁，且該等通道中之至少一者延伸橫跨該傾斜側壁。

【0090】 實施例18係實施例17之方法，其中該凹穴係尺寸過大 

的，使得在該凹穴的邊緣與該固態電路晶粒之間有一間隙，該間隙係 

一所需公差的至少3倍。

[0091]實施例19係實施例11至18中任一項之方法，其進一 

步包含以一封裝材料回填該等通道。
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【0092】 實施例20係實施例11至19中任一項之方法，其中該 

方法係在一卷對卷設備上進行。

【0093】 實施例21係實施例11至20中任一項之方法，其中設 

置該導電液體包含主要藉由一毛細壓力使該導電液體在該等通道中流 
f

動。

【0094】 實施例22係實施例11至21中任一項之方法，其進一 

步包含固化該導電液體以形成與該固態電路晶粒的該等接觸焊墊直接 

接觸的一或多條導電跡線。

【0095】 實施例23係實施例11至22中任一項之方法，將一固 

態電路晶粒提供在一對位區域上包含藉由一黏著劑將該固態電路晶粒 

附接至該對位區域上。

[0096]本說明書中提及的「一個實施例」、「特定實施例」、

「一或多個實施例」或「一實施例」，不管是否在「實施例」之前加 

上「例示性」，都表示與該實施例連結描述的特定部件、結構、材料 

或特性都包括在本發明某些例示性實施例的至少一個實施例之內。如 

此，在本說明書中許多地方出現的片語，例如「在一或多個實施例中 

(in one or more embodiments) j 、「在某些實施例中(in certain 

embodiments) j、「在一個實施例中(in one embodiment) j 或「在一- 

實施例中(in an embodiment) j，並不必然參照本發明某些例示性實施 

例的相同實施例。更進一步，該等特定特徵、結構、材料、或特性可 

在一或多個實施例中用任何合適的方式結合。
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【0097】 雖然本說明書已詳細描述某些例示性實施例，但將瞭解 

所屬技術領域中具有通常知識者在理解前文敘述後，可輕易設想出這 

些實施例的替代、變化、及等同物。因此，應瞭解，本發明並不受限 

於上面揭示的該等例示實施例。具體而言，如本文所用，以端點敘述 

之數字範圍意在包括所有歸於該範圍內的數字(例如，1至5包括1、 

1.5、2、2.75、3、3.80、4及5)。另外，本文中所使用的所有數字均 

假定以用語「約(about) j進行修飾。更進一步地說，在本文中所提及 

的全部公開案與專利皆全文以引用方式併入本文中，其引用程度就如 

同將各個各别公開案或專利明確並且各别地指示以引用方式併入本文 

中。已描述各種例示性實施例。這些及其他實施例係在以下申請專利 

範圍的範圍之內。

【符號說明】

【0098】

2.. .基材

4. · ·結構化主表面/主表面/基材表面

6.. .對位區域/區域

6，..·凹穴

8.. .通道

8a...通道

8b...通道

8c...通道

8d...通道
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12.. .黏著劑層

16.··導電液體/油墨

18.. .側壁

20.. .固態電路晶粒/電路晶粒

205.. .固態電路晶粒

20b...底表面

22.. .接觸焊墊

23.. .邊緣/側表面

235.. .虛線

30.. .導電跡線

32.. .上表面 '

34.. .邊緣/經固定接觸線

36.. .前表面

36，...邊緣

38.. .間隙

61.. .各別邊緣

62.. .底表面

62，...底表面

64.. .側壁

64，...側壁

64a...側壁

64b...側壁
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66.. .底表面法線

81.. .通道

81 e...端

82.. .底壁

83.. .通道

83e...端

84.. .側壁

85.. .通道

85e...端

100.. .物品

102.. .第一端

104.. .第二端/第二遠端

300.. .物品

300，...物品

400.. .物品

4021.. .入口通道

402ο...出口通道

403.. .內部通道/外邊緣

403e...外邊緣

4041.. .入口通道

404ο...出口通道

405.. .內部通道
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405e...外邊緣

500.. .物品

502.. .通道

504.. .通道

510.. .安全通道

510a·..第一部分

510b...第二部分

510c...可選部分

600.. .物品

610.. .通道

612.·.傾斜入口

620.. .安全通道

630.. .黏著劑通道

640.. .基準

700.. .物品

702.·.基準標記

710.. .通道

712.. .安全通道

720.. .間隙
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淤申請案號:

浓申請日：

發明摘要

※肽。分類：

【發明名稱】電路晶粒與互連件之間的自動對位· --

AUTOMATIC REGISTRATION BETWEEN CIRCUIT 

DIES AND INTERCONNECTS
【中文】

提供用於一固態電路晶粒與導電互連件之間的自動對位的程序 ， 

及藉由相同程序製成的物品或裝置。該固態電路晶粒係設置在一基材 

的一對位區域。流體通道延伸至該對位區域中並具有在該固態電路晶 

粒的該底表面之下的一部分。導電跡線係藉由使一導電液體在該等通 

道中朝向該電路晶粒的該底表面上的接觸焊墊流動而形成以得到該自 

動對位。、

【英文】

Processes for automatic registration between a solid circuit die and 

electrically conductive interconnects, and articles or devices made by 

the same are provided. The solid circuit die is disposed at a registration 

area of a substrate. Fluid channels extend into the registration area and 

have a portion underneath the bottom surface of the solid circuit die. 

Electrically conductive traces are formed by flowing a conductive liquid 
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in the channels toward contact pads on the bottom surface of the circuit 

die to obtain the automatic registration.
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【代表圖】

【本案指定代表圖】：4B

【本代表圖之符號簡單說明】：

2.. .基材

- 4...結構化主表面/主表面/基材表面

. 8a...通道

8c...通道

12.. .黏著劑層

20.. .固態電路晶粒/電路晶粒

20b...底表面

22…接觸焊墊

23.. .邊緣/側表面

102.. .第一端

【本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式】：無
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申請專利範圍

1. 一種物品，其包含：

一基材，其具有一主表面；

一固態電路晶粒，其設置在該基材的該主表面的一對位區域上 ， 

該固態電路晶粒具有在其之一底表面上的一或多個接觸焊墊；

一或多個通道，其設置在該基材的該主表面上，延伸至該對位區 

域中並具有在該固態電路晶粒的該底表面之下的一部分；及

一或多條導電跡線，其形成在該一或多個通道中，該等導電跡線 

與該固態電路.晶粒的該等接觸焊墊直接接觸。

2. 如請求項1之物品，其中該等通道包含流體地連接以形成一內部通 

道的一入口通道及一出口通道，該內部通道的至少一部分係在該固 

態電路晶粒的該底表面之下。

3. 如請求項1之物品，其中該基材進一步包含設置成鄰近於該等通道 

中之至少一者的一或多個安全通道。

4. 如請求項3之物品，其中該等安全通道中之至少一者延伸至該固態 

電路晶粒的一底表面之下。

5. 如請求項1之物品，其中該對位區域包含一凹穴以接收該固態電路 

晶粒。

6. 如請求項5之物品，其中該凹穴包括一傾斜側壁，且該等通道中之 

至少一者延伸橫跨該傾斜側壁。

7. 如請求項5之物品，其中該凹穴係尺寸過大的，使得在該凹穴的邊 

緣與該固態電路晶粒之間有一間隙，該間隙係一所需公差的至少3 

倍。

8. 如請求項1之物品，其中該等通道以一封裝材料回填。

9. 如請求項1之物品，其中該基材係一可撓性基材，該可撓性基材包
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括不定長度聚合材料的一帶材。

ίο. 一種方法，其包含：

提供一基材，該基材具有一主表面；

將一固態電路晶粒提供在該基材的該主表面的一個對位區域上， 

該固態電路晶粒具有在其之一底表面上的一或多個接觸焊墊；

將一或多個通道形成在該基材的該主表面上，該等通道延伸至該 

對位區域中並具有在該固態電路晶粒的該底表面之下的一部分；及

將一導電液體設置至該等通道中以產生與該固態電路晶粒的該底 

表面上的該等接觸焊墊的直接接觸。

11. 如請求項10之方法，其中設置該導電液體包含主要藉由一毛細壓力 

使該導電液體在該等通道中流動。

12. 如請求項10之方法，其進一步包含固化該導電液體以形成與該固態 

電路晶粒的該等接觸焊墊直接接觸的一或多條導電跡線。

13. 如請求項10之方法，其中該等通道包含流體地連接的一入口通道及 

一出口通道，且該導電液體流入該入口通道中。

14. 如請求項13之方法，其進一步包含將該導電液體設置至該入口通道 

中ο

15. 如請求項10之方法，其進一步包含提供一或多個安全通道，該一或 

多個安全通道係設置成相鄰於該等通道中之至少一者並經組態以阻 

擋來自該相鄰通道的導電液體的流動。

16. 如請求項10之方法，其中該對位區域包括一凹穴以接收該固態電路 

晶粒。

17. 如請求項16之方法，其中該凹穴包括一傾斜側壁，且該等通道中之 

至少一者延伸橫跨該傾斜側壁。

18. 如請求項17之方法，其中該凹穴係尺寸過大的，使得在該凹穴的邊 

緣與該固態電路晶粒之間有一間隙，該間隙係一所需公差的至少3

C219643P2-2A.docx 2



201943010

倍。

19. 如請求項10之方法，其進一步包含以一封裝材料回填該等通道。

20. 如請求項10之方法，其中該方法係在一卷對卷設備上進行。
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